杭州经济技术开发区产学研合作中心                                                


开发区企业产学研合作需求征集表（2013）
开发区科技局联系人：虞向群，傅淑娟，联系方式：89898718,86877912. 邮箱：hccper@163.com
一、企业基本情况
	单位名称
	杭州立昂微电子股份有限公司
	所属行业
	电子信息

	通讯地址
	杭州经济技术开发区20号大街199号
	邮政编码
	310018

	负 责 人
	刘晓健
	电  话
	86729111
	手  机
	18757198803

	联 系 人
	黄力平
	电  话
	86597211
	手  机
	13588055064

	电子信箱
	hlp@li-on.com
	传真
	0571-86729019

	职工人数
	315
	专业技术
人员数
	125
	资产总额

（万元）
	45840

	主要产品
和企业情况简介
	主要产品有6英寸肖特基芯片，光伏发电系统专用肖特基芯片，低功耗沟槽肖特基芯片，高中压MOSFET芯片，FRD芯片等。公司成立于2002年，是由浙江大学硅材料研究所相关技术人员发起的。公司开始就与美国ONSEMI公司合作，通过引进该公司的先进6英寸生产线及相关工艺技术和质量管理体系组成。通过消化吸收，不断自主研发，开发系列肖特基产品。在保证出口的前提下，满足国内高端肖特基芯片的要求，特别是自主开发的光伏发电系统专用系列肖特基芯片产品，在光伏发电产业大发展的促进下，取得了巨大的成功。2012年底资产总额36665万元，销售20357万元，年度税前利润5143万元，上交税收2006万元。




二、企业近期希望解决的技术难题、技术产品需求的情况
	技术及产品需求名称
	1、肖特基晶片在工艺过程中干净硅表面势垒金属溅射前清洗后在接触区存在water mark缺陷的消除。
2、大面积肖特基芯片按R6封装成成品管后出现I-V曲线异常并不稳定，多次测试会多次变化并有击穿（去掉外面的塑料后多数可以恢复）。肖特基芯片封装后特性变化的系列问题。比如HTRB失效等。
3、提高高反压（120V以上）肖特基芯片抗ESD能力到30KV的技术方法。

	需求类别
	1，3
	1.解决关键技术难题   2.新产品开发  3.引进科技成果     4.共建研发机构    5、其他

	需求

简介
	（技术难题和技术产品需求的描述）

1. 通过工艺方法控制water mark 缺陷，因此缺陷导致芯片失效几率在0.3%.以内。
2. 希望仅通过芯片工艺的改进能使封装后I-V曲线正常并稳定。失效率在10ppm以内。
3，芯片封装成成品管后，ESD测试能100%达到30KV(HBM)的能力。

	项目基础

及支撑条件
	（包括项目所处阶段、投入资金、人力资源、仪器设备、厂房等）

立昂有专业的6英寸肖特基芯片生产线和5英寸MOSFET生产线。立昂自己的技术人员已经花大量时间和精力从事相关问题的调查研究。有一些初步的控制方法手段，但没有完全解决的方法。具体情况接触后具体谈。



	购买技术费用
	解决技术难题和引进技术产品希望的投资额  50 万元
	需求有效期
	2013年1月至

2015年12月


三、企业对专家资源的需求情况
	希望与省内外哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体
	只要适合，不在乎名气。


	希望采用何种合作模式
	□技术转让 □技术入股 □联合开发 □委托研发 □共建实体

	对专家及团队所属领域和水平的要求
	解决生产过程和上下游客户配合中的实际问题。


四、企业对引进科技成果转化项目需求情况
	意向引进或合作的科技成果项目名称
	1、用SiC材料做的新型半导体功率器件产品技术。
2、用GaN材料做的新型半导体功率器件产品及开发技术。

	项目技术指标描述
	直接产业化的技术产品。

	对所需成果项目及

转让方有何要求
	



